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要旨 

ポリイミド及びその前駆体であるポリアミック酸（PAA）ワニスの拡散係数を定量的に解析 することは、

ポリイミドの工業生産に重要である。本報では、ジメチルアセトアミド（DMAc） 及び PAA の拡散係数

を、パルス磁場勾配核磁気共鳴法を用いて測定した。DMAc の拡散係 数は PAA 濃度の上昇に伴

って低下するが、その依存性は予想以上に強く、DMAc の拡散性 は DMAc と PAA の強い相互作

用の影響を受けていることが示唆された。PAA の拡散係数 は、ポリマー鎖の絡み合いにより PAA 

含有量の増加とともに減少し、粘度測定で確認され た。ポリイミドマトリックス中の DMAc の拡散係

数は、キャピラリーカラム逆ガスクロマ トグラフィーを用いて、180～220℃で測定した（10-12～10-

10cm2/s）。これらの基礎データ は、イミド化プロセス中の分子拡散を理解する上で重要である。 

 


